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前言

　　本书贯彻了教育部对于中等职业教育的改革精神，忠实执行了“以就业为导向”的指导思想，不
过多强调学科性，重视技能传授的宏观设计及整体效果，旨在将学生培养成能够在手机的生产、维修
技术服务等岗位工作的高素质技能型人才。
本课程是中等职业学校电子技术应用、通信技术、家电维修、电子与信息技术等专业的工程技术专业
课。
　　与同类教材相比，本书主要有以下特点。
　　（1）采用项目教学方式的结构编排，一个项目一个（类）知识点，主题鲜明，突出手机维修基
本功的训练。
　　（2）汇集了多位一线维修人员和一线教师的智慧编写而成，密切结合当前手机维修市场和中职
学生的现状，遵循“因材施教”的原则，采用理论和技能训练_体化的编写方式，突出职业特色。
　　（3）针对目前中职学生的认知特点，图文并茂，文字表达简洁明了，多采用实物图来讲解，便
于学生理解，充分体现了“以学生为本”的教学思想。
　　（4）力求真正地体现教师为主导、学生为主体的教学理念，注意培养学生的学习兴趣，并以“
成就感”来激发学生学习的积极性。
　　（5）设计了许多紧贴实际应用的实训，突出“做中学、做中教”的职业教学特色。
如手机整机拆装、手机电路板结构识别、手机主要元器件识别、手机电路元器件手工焊接工艺、手机
电路关键点的信号测试、手机指令秘笈的使用、手机软件故障检修仪的使用和手机常见故障检修等，
能极大地调动学生的学习积极性，使教与学不再枯燥。
　　（6）贯彻国家关于职业资格证书和学业证书并重的政策精神，达到教材内容涵盖手机维修行业
职业技能鉴定标准（中级）的知识及技能要求，与当前就业单位“招聘的人能立即上岗”的要求合拍
。
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内容概要

　　本书密切结合当前手机维修市场和中职学生的现状，以项目教学的方式进行编排，以手机维修基
本功的训练为基本特点。
本书内容涵盖了手机的拆装、电路结构、电路原理、主要元器件及电路(板)的识别、常见故障及其维
修方法等方面的基本知识和基本技能。
注重理论知识与实践教学环节的有机结合，加强对学生动手能力的培养，有助于将学生培养成能很好
地在手机的生产和维修技术服务等岗位工作的高素质技能型人才。
　　本书内容新颖、图文并茂、实践性强，既可作为中等职业学校电子技术应用、通信技术、家电维
修、电子与信息技术及相关专业的教材，也可作为从事电子技术行业的工程技术人员的参考用书。
同时，本书也特别适合作为社会手机培训班的培训教材使用。
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书籍目录

项目一　手机的拆装与电路板识别　　任务一　了解手机外壳结构　　任务二　拆装手机外壳　　任
务三　识别手机电路板　项目二　手机主要元器件的识别　　任务一　通用片状元器件的识别　　任
务二　特别片状元器件的识别　　任务三　手机电路外围元器件的识别　项目三　手机电路元器件手
工焊接工艺　　任务一　了解手工焊接工具　　任务二　普通片状元器件的手工焊接工艺　　任务三
　BGA元件的手工焊接工艺　项目四　初步认识手机电路结构　　任务一　初步认识手机整机电路结
构　　任务二　初步认识手机射频电路结构　　任务三　初步认识手机系统逻辑控制电路　　任务四
　初步认识手机电源电路　项目五　手机电路分析　　任务一　手机接收电路分析　　任务二　手机
发射电路分析　　任务三　手机音频电路分析　　任务四　手机开机电路分析　　任务五　识读手机
电路(框)图　项目六　手机电路关键点信号测试　　任务一　手机电路关键点信号测试　项目七　手
机指令秘笈的使用　　任务一　理解手机指令秘笈　　任务二　使用指令秘笈维修手机软件故障　项
目八　免拆机手机软件故障检修仪的使用　　任务一　了解免拆机手机软件故障检修仪　　任务二　
使用免拆机软件故障检修仪维修手机软件故障　项目九　万用编程器的使用　　任务一　了解万用编
程器　　任务二　使用万用编程器维修手机软件故障　项目十　手机不开机故障的检修　　任务一　
手机不开机故障的分析　　任务二　维修手机不开机故障　项目十一　手机不入网故障的检修　　任
务一　手机不入网故障的分析　　任务二　维修手机不入网故障　项目十二　手机发射故障的检修　
　任务一　手机发射故障的分析　　任务二　维修手机的发射故障　项目十三　手机显示故障的检修
　　任务一　手机显示故障的分析　　任务二　维修手机的显示故障　项目十四　手机卡故障的检修
　　任务一　手机卡故障的分析　　任务二　维修手机的卡故障　项目十五　手机音频故障的检修　
　任务一　手机音频故障的分析　　任务二　维修手机的音频故障　项目十六　手机键盘故障的检修
　　任务一　手机键盘故障的分析　　任务二　维修手机的键盘故障　附录一　手机维修基本知识　
附录二　手机维修常见英文术语和缩略词解释　参考文献　
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章节摘录

　　二、SOP和QFP封装集成块的手工焊接　　（1）用热风枪吹焊SOP和OFP封装的集成块时，可在
旁边的元器件上滴几滴酒精，酒精受热时，可以吸去大量的热量，保证旁边的元器件处于安全温度（
称为滴水降温法）。
同时，初学者也可先在需要吹焊的集成块四周贴上耐高温的条形纸带，可以避免损坏其周围元器件，
吹跑周围小元器件，如图3.8所示。
　　（2）热风枪喷嘴垂直向下，距集成块2～3cm。
不能集中于一点吹，应按顺时针或逆时针的方向，沿集成块引脚均匀转动手柄。
温度不要超过350℃，以免吹鼓、吹裂元器件。
　　（3）拆焊时，在集成块的表面和引脚上加少许松香水。
首先用热风枪吹一吹集成块的表面，目的是让集成块预热。
然后用热风枪均匀、循环吹集成块的引脚，待引脚焊锡全部融化后，用镊子将集成块取下。
不可用力硬撬。

Page 5



第一图书网, tushu007.com
<<手机维修技术基本功>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com

Page 6


